
2027-2028年东莞市重大科技项目（技术研发专项）申报指南

根据《东莞市科技研发项目实施办法》（东科技规〔2026〕6号）、《东莞市“8+8+4”产业体系提升行动方案》（东府办〔2026〕3号），结合我市产业实际需求，2027-2028年东莞市重大科技项目（技术研发专项）申报指南重点部署人工智能关键技术等12个研究支持方向。申报单位须为拥有内设研发机构，并建有独立完整研发经费专账的企业。具体如下：
支持方向一：新一代高比能固态电池关键技术研发及产业化
（一）研究内容：开发兼具高室温离子电导率、宽电化学窗口、宽温域适应性、高机械强度的固态电解质体系；研究电解质物相调控机理；研究干法、湿法成膜过程中浆料流变、致密度、缺陷形成机制，开发适配大面积超薄固态电解质膜制备工艺；利用多尺度表征解析电极-电解质界面演化路径、界面副反应发生机理，构建低阻抗、高力学稳定性的人工固-固界面层，从微观层面抑制界面副反应与锂枝晶形核生长；失效机理解析与体系优化，揭示全工况条件下锂沉积/溶解行为、枝晶生长演化、死锂累积、界面退化与容量衰减内在机制，基于失效机理反哺材料配方与工艺优化电池单体装配工艺，提升批次稳定性和电池循环稳定性。
（二）考核指标：
1. 技术指标：
固态电解质室温离子电导率≥5 mS/cm，固态电解质薄膜厚度＜10 μm，单体电池质量能量密度≥500 Wh/kg；循环寿命≥1000 次（0.5C，100% DOD，25℃），循环后容量保持率≥85%；工作温度区间-30 ℃～80 ℃；最大持续放电倍率≥1C。单体电池顺利通过针刺试验、180 ℃热箱试验，不起火、不爆炸；其余安全指标满足现行锂离子电池相关国家标准要求。
2.成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于8件，制定标准不少于1项。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。
4、支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过600万。
支持方向二：新能源汽车电驱总成智能装配线设计制造与运行优化关键技术
（一）研究内容：开展新能源汽车电驱总成智能装配线变型设计、电驱总成核心部件装配线的高精度制造与控制、面向定制订单切换的装配线快速重构、电驱总成装配核心工艺质量智能管控以及新能源汽车电驱总成智能装配线产业化应用验证。
（二）考核指标：
1. 技术指标：
（1）开发1套“新能源汽车电驱总成智能装配线变型设计平台”，构建输入层、范式层、推理层、执行层及评估层的统一范式框架体系；（2）装配线设计草案及数字模型需支持高节拍约束分析，验证并满足整线装配节拍≤60s/台的资源配置与多工序负载均衡；（3）壳体冷却收缩后与定子形成过盈配合，过盈量0.01-0.02mm，同心度≤0.03mm；（4）定转子合装气隙均匀性偏差≤0.02mm；（5）整线柔性换型时间≤30分钟，柔性工装夹具重复定位精度≤0.05mm，高精度轴系/定转子合装关键工位测试；（6）换型后首件产品装配一次合格率≥95%，试生产小样本数据收敛评估体系验证。
2. 成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，软件著作权不少于2项。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于6000万元。
[bookmark: _GoBack]4. 支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过500万元。
支持方向三：基于EIS技术的电池管理系统研发及产业化 
（一）研究内容：开展储能电池EIS在线监测方法研究，研发交流小信号发生及采集集成电路拓扑，开发微型化小信号系统集成方案，构建可嵌入BMS的阻抗动态检测模组。剖析电池全生命周期内阻演化与材料衰变机理，建立EIS阻抗特征与电池内部老化过程的关联关系。研究基于EIS的等效电路模型拟合方法，开发机理‑数据融合的 SOC‑SOH‑RUL联合估计算法。构建“温度+阻抗”多参量融合热失控早期预警模型，识别热失控前兆阻抗异常特征，实现秒级故障预警。开发集成EIS在线监测功能的新型BMS系统样机，完成储能电池模块上的实测与应用。开展小批量试产验证，形成可量产智能电池安全管理整体解决方案，完成多终端产品适配示范。
（二）考核指标：
1. 技术指标：（1）EIS采集：在不影响正常使用的条件下完成不少于3个关键频点采样，单次采样≤5 s；（2）单体电池测量频率 1Hz‑5kHz，阻抗幅值测量精度优于 ±5%；（3）典型工况SOC估计误差RMSE≤2%，SOH估计误差 RMSE≤3%；（4）热失控预警响应≤1秒，对热失控的提前量≥30 min或≥100次循环前捕获趋势，故障诊断准确率≥95%；（5）BMS 样机工业级工作温度‑20℃~60℃，满足电力设备抗振动冲击规范。
2. 成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于6件，软件著作权不少于2项。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。
4. 支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过400万。
支持方向四：6.4T共封装光引擎（CPO）关键技术研发
（一）研究内容：面向AI算力集群6.4Tbps高速光互联需求，开展共封装光引擎架构设计、高速SerDes接口定义与多维物理场协同仿真；研究3D光电集成封装技术，研制高集成硅光PIC芯片，突破光电异质多维集成、高精度微组装与光学耦合工艺；建立短距光互连QoT模型与传输损伤补偿方法。
（二）考核指标
1. 技术指标：（1）光引擎速率6.4Tbps；（2）单通道速率≥300Gbps PAM4；（3）收发功耗≤3pJ/bit；通道串扰≤-40dB，光学耦合损耗≤1dB；（4）完成3D封装工艺验证，通过温循、湿热、机械冲击可靠性测试，满足数据中心短距互联要求。
2. 成果指标
研制6.4T硅光共封装光引擎原理样机；申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，发表高水平学术论文不少于3篇；形成封装工艺规范与测试方法1套；制定标准不少于1项。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于6000万元。
4. 支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过1000万。
支持方向五：基于高频高脉冲大功率等离子源的常压表面活化镀膜装备关键技术研究及产业化
（一）研究内容：本项目针对在高性能材料制造和产品生产需要的高性能等离子体电源。开发高频和高脉冲大功率等离子源、等离子电源等，并搭建应用平台进行等离子表面清冼活化、纳米镀膜应用，最终形成集成装置。
（二）考核指标：
1. 技术指标：（1）常压等离子体清洗电源及其装置产品的关键技术指标：功率输出范围≤6KW；功率输出精度≤±1%；功率因数≥0.9；气压范围0.2±10% Mpa；最大清洗高度20mm；最大处理宽度90mm；（2）大气等离子体镀膜设备产品的关键技术指标：功率范围250W-300W；功率稳定性<2%；等离子体流量15-30L/Min；供液精度3.5ul/Min(10-300ul/Min工作区间)；处理距离1-3mm；镀层膜厚5-50nm；处理后接触角>115°；镀膜有效范围4-6mm；处理后接触角>115°；最大产能>200PCS/H。
2. 成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于8件。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。
4. 支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过500万。
支持方向六：高精密多功能智能穿戴系统集成关键技术研发及产业化
（1） 研究内容：通过开发钴铬合金、航天级钛合金等特殊合金材料的高精度加工工艺，攻关极薄机芯激光微焊接工艺，研发3D激光测量技术、全自动镶钻、自动检底封装技术等，突破材料硬度高、韧性差的加工瓶颈；通过创新生命体征监测（心率、心电、血糖等）传感器集成与信号处理算法，采用多模态数据融合（加速度传感、GPS定位、环境参数）与健康建模分析；通过研发多模式人机交互技术、低功耗无线通信技术、高精度定位与导航技术；通过设计可拆卸/可替换模块、高效磁通传导防震结构，优化太阳能蓄电组件等，提高应用场景适配性，实现动态能源管理和能效优化，提升续航、防水等可靠性。
（二）考核指标：
1. 技术指标：（1）中性盐雾测试72小时，无基体腐蚀，功能件接触电阻变化≤10%，外观评级≥9级；（2）陶瓷粒耐磨48小时，屏幕无可见划痕，金属磨损量≤0.05mm，涂层附着力≥4B；（3）模拟环境极端温度测试48小时（60度，湿度95%），功能正常，电池衰减≤5%，传感器偏差≤正负5%；24小时高温高湿（60度，湿度95%），无变形鼓包，射频衰减≤3dB；24小时低温（-10度），功能正常，电池放电≥70%标称容量，恢复后功能100%正常；（4）轻量化：整机≤35g（钛合金），减重≥40%，致密度≥99.5%,抗拉≥800MPa。
2. 成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于3件，形成新工艺不少于2项。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。
4. 支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过300万。
支持方向七：IC封装基板防焊光刻胶材料研究
（一）研究内容：围绕高端IC封装基板防焊光刻胶材料国产化需求，重点开展改性环氧树脂分子设计与合成研究，开发兼具高柔韧性、高耐热性与低介电特性的专用树脂基体；提出纳米填料筛选与双次改性技术，发展硅铝无机改性与有机包覆改性工艺；开发适配 FCBGA 载板、玻璃基板、车规级封装、高频高速基板多场景的专用配方；为实现国内IC封装基板高端防焊光刻胶材料自主可控、规模化替代提供科学与技术支撑。
（二）考核指标：
1. 技术指标：玻璃化转变温度 Tg≥150℃，热膨胀系数 CTE≤50 ppm；最小精细开口精度≤50 μm；阻焊层侧蚀量控制 ≤10 μm；冷热冲击循环寿命≥1000 次无开裂失效，BHAST电绝缘可靠性200 h测试无失效；附着力≥5 N/cm。
2. 成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于8件。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。
4. 支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过500万。

支持方向八：智能无缝触控超高密集成LED显示技术研发及产业化
（1） 研究内容：开展倒装LED超高密集成显示、耐高温全贴合封装、全域无缝视觉整合、宽温抗漂移触控感应兼容等技术的研究；优化芯片结构、封装工艺、装配逻辑与触控兼容算法；开发出贴片高密度、耐高温、高一致、强兼容的行业关键技术；实现智能无缝触控超高密集成LED显示技术研发及产业化。
（二）考核指标：
1. 技术指标： （1）工作温度-20℃～105℃；存储温度-30℃～110℃；（2）RGB全倒装无金线结构，电极直焊基板；微米级高密度集成，像素间距P0.9375-P1.5625，像素密度最高640000点/㎡；（3）发光晶片单边尺寸≤100μm；（3）全域无缝一体化显示，无视觉拼缝、无暗角条纹；色域覆盖120%NTSC，色温2000K-20000K可调，可视角度≥160°；全屏亮度、色度一致性≥98%，强光环境高清可视，亮度均匀无差异；光提取效率提升10%-15%，散热效率提升300%，能耗降低30%；（4）支持多点电容精准触控，适配各类智能交互屏幕；触控响应时间≤15ms，触控灵敏无延迟；全温区触控无偏移、无断触、无误触，抗电磁干扰能力优异；（5）整机连续工作≥60000小时，倒装芯片无物理失效，产品失效率低于行业50%；工业级防尘、防潮、防油污、抗震、抗电磁干扰，ESD抗静电≥4000V；极限温区长期运行无黑屏、闪屏、触控失灵，性能无衰减。 
2. 成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。
4. 支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过400万。
支持方向九：超大载重智能货梯关键技术研发与产业化
（一）研究内容：研发超大载重永磁同步无齿轮驱动货梯，同步推进智能电梯关键技术应用，实现电梯额定速度0.5m/s，电梯额定载重20000kg。开展超大载重智能货梯曳引系统、承重系统、安全钳同步性、导轨安全等关键技术研发，解决轿厢变形、沉降等问题，并集成智能互联技术，满足智能物流工厂需求。
（二）考核指标：
1. 技术指标：（1）电梯额定速度0.5m/s，电梯额定载重≤20000kg（2）永磁同步主机，曳引式驱动，曳引比8:1；（3）渐进式安全钳，全电脑智能型微机控制，串行控制，蓝牙，热点调试，可远程协助服务，系统内部集中控制实现“超连”；（4）整机连续运行6万次，故障≤2次；控制柜连续运行6万次，故障≤1次。
2. 成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于6件，实用新型专利不少于5件。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于6000万元。
4. 支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过500万元。
支持方向十：高性能非晶/纳米晶软磁材料关键技术及产业化
（一）研究内容：低成本铁基非晶/纳米晶合金体系开发,通过调控铌元素、铁磁性元素以及类金属元素的含量及配比，开发低成本非晶/纳米晶合金新体系；开发多场耦合后处理工艺，结合大数据和机器学习技术，提出具有大直流偏置特性的新型非晶软磁合金的新材料成分设计理念；开发出面向特殊应用场景的高性能非晶/纳米晶合金新成分及合适的后处理工艺，制备兼具大GFA、低损耗、高饱和磁化强度、优异高频稳定性的新一代高性能铁基非晶/纳米晶软磁合金及其器件。 
（二）考核指标：
1. 技术指标：实现低成本铁基非晶/纳米晶合金新体系开发以及宽幅带材制备，带材宽度60mm，厚度18-24μm，Bs≥1.2T，Hc≤1A/m，原材料成本降低20%；具有恒定磁导率和大直流偏置特性的新型非晶/纳米晶合金带材体系，带材宽度60mm,带材厚度14-20μm,有效磁导率ue>100(100kHz)，I=100A 时，电感不衰减；I=100 A-200A时，电感衰减幅度小于20%。
2. 成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。
4. 支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过600万。
支持方向十一：人形机器人末端感知与执行关键技术研究与应用
（1） 研究内容：通过末端多模态触觉传感器及其制备技术、集成末端多模态触觉的仿生多指灵巧手、基于多模态仿生面部的人机交互系统等核心技术研究，研制用于人形机器人的柔性触觉传感器等多模态传感器，在指尖、指腹和掌心等部位安装高灵敏度电子皮肤，在机器人头部、躯干、足底等部位安装大面积电子皮肤，全面实现仿人多模态感知能力，加速人形机器人产业化，使其更快走向市场。 
（二）考核指标：
1. 技术指标：（1）实现面阵三维力触觉感知，阵列感应点尺寸不大于1mm×1mm，最小灵敏度为1g，实现力觉、温度、振动觉或滑移等两种以上模态的数据采集融合；误差不超过1%FS，响应时间不高于5ms；（2）灵巧手不少于15个主动自由度，指尖最大抓握力不小于12N，重复定位精度高于0 .5mm；头部运动自由度不少于32个，微表情组合不少于40个；（3）实现数字化机房巡检通用灵巧操作、多尺寸物流分拣、电子接插件装配等三种或以上机器人双手灵巧操作，平均成功率不低于80%。 
2. 成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，软件著作权不少于1件，开发新产品不少于3项。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。
4.支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过600万。
支持方向十二：面向高精密模具的加工图纸工艺识读智能体研究及应用
（一）研究内容：研究零件特征信息智能识别、特征交叉的混合工艺判别以及制造工艺智能分析等技术，开发一套面向高精密模具的加工图纸工艺识读智能体，实现端侧软硬件一体化部署，支持对含多种工艺特征混合的二维零件加工图纸进行智能读取，准确识别并提取图纸所涵盖的各类零件特征信息，并实现对提取特征信息的智能工艺分析处理。
（二）考核指标：
1. 技术指标：（1）对含有不少于9种零件特征、不少于2种特征交叉的零件图纸，零件特征信息识别准确率≥80%；（2）对含有不少于15种零件特征、不少于5种特征交叉的零件图纸，零件特征信息识别准确率≥70%；（3）支持对不少于10种加工工艺的自动判别，工艺判别准确率≥70%；（4）边缘端推理速度小于10秒/张图，国产AI芯片适配率100%，核心代码自主率大于95%；（5）智能体部署后，高精密模具加工图纸报价效率提升≥100%。
2. 成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，软件著作权不少于3件。
3. 产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。
4. 支持方式与强度：采用竞争择优方式，拟支持1个项目，支持不超过500万。
支持方向十三：略



— 1 —

— - 2 - —


